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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）カルボキシル基及び／又は水酸基を有する樹脂と、
　（Ｂ）熱硬化性樹脂と、
　（Ｃ）放射線重合性化合物と、
　（Ｄ）光開始剤と、を含有し、
　前記（Ａ）カルボキシル基及び／又は水酸基を有する樹脂が、ポリイミド樹脂であり、
　前記ポリイミド樹脂が、テトラカルボン酸二無水物と、分子中にカルボキシル基及び／
又は水酸基を有するジアミンを含むジアミン成分と、を反応させて得られるポリイミド樹
脂であり、
　前記（Ｂ）熱硬化性樹脂がエポキシ樹脂であり、
　前記（Ｃ）放射線重合性化合物が、アクリレート化合物及びメタクリレート化合物から
なる群より選ばれる少なくとも一種であり、
　前記（Ｄ）光開始剤が、１，２－オクタンジオン，１－［４－（フェニルチオ）フェニ
ル―，２－（Ｏ－ベンゾイルオキシム）]、エタノン，１－［９－エチル－６－（２－メ
チルベンゾイル）－９Ｈ－カルバゾール－３－イル］－，１－(Ｏ－アセチルオキシム)、
３,６－ビス－(２－メチル－２－モルホリノ－プロピオニル)－９－Ｎ－オクチルカルバ
ゾール、２，４，６－トリメチルベンゾイル－ジフェニル－フォスフィンオキサイド、及
び、２－ジメチルアミノ－２－（４－メチル－ベンジル）－１－（４－モリフォリン－４
－イル－フェニル）－ブタン－１－オンからなる群より選ばれる少なくとも一種を含み、
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　組成物中の全光開始剤混合物の３％重量減少温度が２００℃以上である、感光性接着剤
組成物。
【請求項２】
　前記（Ａ）カルボキシル基及び／又は水酸基を有する樹脂のガラス転移温度が１５０℃
以下であり、重量平均分子量が５０００～３０００００である、請求項１に記載の感光性
接着剤組成物。
【請求項３】
　前記（Ａ）カルボキシル基及び／又は水酸基を有する樹脂が、アルカリ可溶性樹脂であ
る、請求項１又は２に記載の感光性接着剤組成物。
【請求項４】
　前記ポリイミド樹脂が、テトラカルボン酸二無水物と、下記構造式（２）で表わされる
芳香族ジアミン及び／又は下記構造式（３）で表される芳香族ジアミンと、を反応させて
得られるポリイミド樹脂である、請求項１～３のいずれか一項に記載の感光性接着剤組成
物。

【化１】

【化２】

【請求項５】
　前記ジアミン成分が、更に、下記一般式（４）で表される脂肪族エーテルジアミンをジ
アミン成分全体の１０～９０モル％含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の感光性接
着剤組成物。

【化３】

［式中、Ｑ１、Ｑ２及びＱ３は各々独立に、炭素数１～１０のアルキレン基を示し、ｂは
1～８０の整数を示す。］
【請求項６】
　前記ジアミン成分が、更に、下記一般式（５）で表されるシロキサンジアミンをジアミ
ン成分全体の１～２０モル％含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の感光性接着剤組
成物。

【化４】

［式中、Ｑ４及びＱ９は各々独立に、炭素数１～５のアルキレン基又は置換基を有しても
よいフェニレン基を示し、Ｑ５、Ｑ６、Ｑ７及びＱ８は各々独立に、炭素数１～５のアル
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キル基、フェニル基又はフェノキシ基を示し、ｄは１～５の整数を示す。］
【請求項７】
　前記テトラカルボン酸二無水物が、下記一般式（６）で表されるテトラカルボン酸二無
水物を前記テトラカルボン酸二無水物全体の４０モル％以上含む、請求項１～６のいずれ
か一項に記載の感光性接着剤組成物。
【化５】

【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の感光性接着剤組成物からなる、フィルム状接着剤
。
【請求項９】
　基材と、該基材の一面上に設けられた請求項１～７のいずれか一項に記載の感光性接着
剤組成物からなる接着剤層と、を備える、接着シート。
【請求項１０】
　請求項８に記載のフィルム状接着剤とダイシングシートとを有し、
　前記フィルム状接着剤と前記ダイシングシートとが積層されている、接着シート。
【請求項１１】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の感光性接着剤組成物からなる接着剤層を被着体上
に形成し、該接着剤層をフォトマスクを介して露光し、露光後の前記接着剤層をアルカリ
現像液により現像処理することにより形成される、接着剤パターン。
【請求項１２】
　半導体ウェハと、該半導体ウェハの一面上に設けられた請求項１～７のいずれか一項に
記載の感光性接着剤組成物からなる接着剤層と、を備える、接着剤層付半導体ウェハ。
【請求項１３】
　支持部材と、該支持部材に搭載された半導体素子と、前記支持部材と前記半導体素子と
の間に介在する接着剤層と、を備え、前記接着剤層が請求項１～７のいずれか一項に記載
の感光性接着剤組成物によって形成されている、半導体装置。
【請求項１４】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の感光性接着剤組成物を用いて、半導体素子と半導
体素子搭載用支持部材とを接着する工程を有する、半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、感光性接着剤組成物、フィルム状接着剤、接着シート、接着剤パターン、接
着剤層付半導体ウェハ、半導体装置、及び、半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体パッケージなどの半導体装置の製造において、半導体素子と半導体素子搭載用支
持基材との接合には接着剤が従来より使用されている。この接着剤には、半導体装置の信
頼性の点から、耐はんだリフロー性を十分確保するための耐熱性や耐湿信頼性が要求され
る。また、半導体ウエハなどにフィルム状の接着剤を貼付ける工程を経て接合を行う方法
があり、この場合には、被着体への熱的ダメージを少なくするために低温貼付性が要求さ
れる。近年、電子部品の高性能化、高機能化に伴い、種々の形態を有する半導体パッケー
ジが提案されるようになり、半導体装置の機能、形態及び組み立てプロセスの簡略化の手
法によっては、上記の特性に加えてパターン形成能を備えた接着剤が求められている。接
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着剤パターンを形成できるものとして、感光性の機能を備えた感光性接着剤が知られてい
る。感光性とは光を照射した部分が化学的に変化し、水溶液や有機溶剤に不溶化又は可溶
化する機能である。この感光性を有する感光性接着剤を用いると、フォトマスクを介して
露光し、現像液によってパターン形成させることにより、高精細な接着剤パターンを形成
することが可能となる。
【０００３】
　このようなパターン形成機能を持つ感光性接着剤を構成する材料としては、これまで、
耐熱性を考慮して、ポリイミド樹脂前駆体（ポリアミド酸）あるいはポリイミド樹脂をベ
ースとした材料が使用されていた（例えば、特許文献１～３参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２９０５０１号公報
【特許文献２】特開２００１－３２９２３３号公報
【特許文献３】特開平１１－２４２５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記の材料は耐熱性の点で優れているが、前者のポリアミド酸を用いた場合は
熱閉環イミド化時に、後者のポリイミド樹脂を用いた場合は加工時に、それぞれ３００℃
以上の高温を要するため、周辺材料への熱的ダメージが大きく、また、熱応力が発生しや
すいなどの問題があった。
【０００６】
　なお、ポリイミド樹脂などを含む接着剤に熱硬化性樹脂を配合して架橋することにより
、低温加工性及びはんだ耐熱性を改良することが試みられている。しかし、このような方
法では、アルカリ現像液によるパターン形成性及び被着体への低温貼付性の両方について
同時に高いレベルを達成することは困難であった。また、上記従来の材料は、パターン形
成後の再熱圧着性及び硬化後に十分に高い接着力を達成することが困難であった。また、
パターニング性についても、感度が低いために露光量を多くする必要があるという問題が
あった。
【０００７】
　本発明は、上記従来技術の有する課題に鑑みてなされたものであり、パターン形成性、
パターン形成後の接着性、接着後の耐熱性に優れ、フィルム状に形成した場合には低温貼
付性にも優れた感光性接着剤組成物、これを用いたフィルム状接着剤、接着シート、接着
剤パターン、接着剤層付半導体ウェハ、半導体装置、及び、半導体装置の製造方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、（Ａ）カルボキシル基及び／又は水酸基を有す
る樹脂と、（Ｂ）熱硬化性樹脂と、（Ｃ）放射線重合性化合物と、（Ｄ）光開始剤と、を
含有し、組成物中の全光開始剤混合物の３％重量減少温度が２００℃以上である、感光性
接着剤組成物を提供する。
【０００９】
　ここで、３％重量減少温度とは、熱重量分析による初期状態からの重量減少率が３％と
なる温度を意味しており、光開始剤を示差熱熱重量同時測定装置（エスアイアイ・ナノテ
クノロジー製：ＴＧ／ＤＴＡ６３００）を用いて、昇温速度１０℃／ｍｉｎ、窒素フロー
（４００ｍｌ／ｍｉｎ）下で測定したときの３％重量減少温度である。
【００１０】
　本発明の感光性接着剤組成物によれば、上記構成を有することにより、パターン形成性
、パターン形成後の接着性、接着後の耐熱性、及び、フィルム状に形成した場合には低温
貼付性のすべてを満足することができる。
【００１１】
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　なお、本発明の感光性接着剤組成物により上記の効果が奏される理由としては、保存安
定性がよく、接着後の熱処理によるアウトガスが少ないため、並びに、フィルム状に形成
した場合には、塗工乾燥温度によって反応が進行しないためであると本発明者らは考えて
いる。
【００１２】
　また、本発明によれば、上記（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）及び（Ｄ）成分の組み合わせによ
り、上記の効果を奏しつつ室温での貯蔵安定性にも優れた感光性接着剤組成物を実現する
ことができる。以下、室温とは、特に断りがない限り２５℃である。
【００１３】
　本発明の感光性接着剤組成物においては、パターン形成性の感度向上等の観点から、（
Ｄ）光開始剤が、波長３６５ｎｍの光に対する分子吸光係数が１０００ｍｌ／ｇ・ｃｍ以
上である化合物を含むことが好ましい。
【００１４】
　本発明の感光性接着剤組成物においては、耐熱性向上等の観点から、（Ｄ）光開始剤が
、カルバゾール基を有する化合物を含むことが好ましい。
【００１５】
　本発明の感光性接着剤組成物においては、耐熱性向上等の観点から、（Ｄ）光開始剤が
、オキシムエステル基を有する化合物を含むことが好ましい。
【００１６】
　本発明の感光性接着剤組成物において、放射線照射に対して少量で効率よく反応し、ま
た光分解した後のフラグメントが昇華、分解しにくいため、（Ｄ）光開始剤が、下記構造
式（１）で表わされる化合物を含むことが特に好ましい。
【化１】

【００１７】
　また、保存安定性、高温接着性及び耐熱性の点から、（Ｂ）熱硬化性樹脂がエポキシ樹
脂であることが好ましい。
【００１８】
　（Ａ）カルボキシル基及び／又は水酸基を有する樹脂のガラス転移温度が１５０℃以下
であり、重量平均分子量が５０００～３０００００であることが好ましい。また、前記樹
脂は、アルカリ可溶性樹脂であることが好ましい。更に、前記樹脂は、ポリイミド樹脂で
あることが好ましい。
【００１９】
　ポリイミド樹脂が、テトラカルボン酸二無水物と、分子中にカルボキシル基及び／又は
水酸基を有するジアミンを含むジアミン成分と、を反応させて得られるポリイミド樹脂で
あることが好ましい。また、ポリイミド樹脂が、テトラカルボン酸二無水物と、下記構造
式（２）で表わされる芳香族ジアミン及び／又は下記構造式（３）で表される芳香族ジア
ミンと、を反応させて得られるポリイミド樹脂であることが好ましい。
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【化２】

【化３】

【００２０】
　また、ジアミン成分が、更に、下記一般式（４）で表される脂肪族エーテルジアミンを
ジアミン成分全体の１０～９０モル％含むことが好ましい。これにより、ポリイミド樹脂
のガラス転移温度を低下させることができ、またアルカリ可溶性、溶剤可溶性及び他の配
合成分との相溶性を付与することができる。

【化４】

［式中、Ｑ１、Ｑ２及びＱ３は各々独立に、炭素数１～１０のアルキレン基を示し、ｂは
1～８０の整数を示す。］
【００２１】
　また、良好な接着性を付与できる点で、ジアミン成分が、更に、下記一般式（５）で表
されるシロキサンジアミンをジアミン成分全体の１～２０モル％含むことが好ましい。
【化５】

［式中、Ｑ４及びＱ９は各々独立に、炭素数１～５のアルキレン基又は置換基を有しても
よいフェニレン基を示し、Ｑ５、Ｑ６、Ｑ７及びＱ８は各々独立に、炭素数１～５のアル
キル基、フェニル基又はフェノキシ基を示し、ｄは１～５の整数を示す。］
【００２２】
　また、光透過性及び低温貼付性の点で、ポリイミド樹脂が、テトラカルボン酸二無水物
と、ジアミン成分とを反応させて得られるポリイミド樹脂であり、テトラカルボン酸二無
水物が、下記一般式（６）で表されるテトラカルボン酸二無水物をテトラカルボン酸二無
水物全体の４０モル％以上含むことが好ましい。
【化６】

【００２３】
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　本発明の接着フィルムは、上記本発明の感光性接着剤組成物からなる。本発明のフィル
ム状接着剤によれば、本発明の感光性接着剤組成物からなることにより、パターン形成性
、パターン形成後の接着性、接着後の耐熱性、及び、低温貼付性のすべてを満足すること
ができ、半導体装置の組み立てプロセスの効率化及び半導体装置の信頼性向上を図ること
が可能となる。
【００２４】
　本発明の接着シートは、基材と、これの一面上に設けられた本発明に係る感光性接着剤
組成物からなる接着剤層とを備える。本発明の接着シートによれば、本発明の感光性接着
剤組成物からなる接着剤層を有することにより、パターン形成性、パターン形成後の接着
性、接着後の耐熱性、及び、低温貼付性のすべてを満足することができ、半導体装置の組
み立てプロセスの効率化及び半導体装置の信頼性向上を図ることが可能となる。
【００２５】
　本発明の接着シートは、本発明のフィルム状接着剤とダイシングシートとを有し、フィ
ルム状接着剤とダイシングシートとが積層されていてもよい。前記の接着シートによれば
、上記構造を有することにより、パターン形成性、パターン形成後の接着性、接着後の耐
熱性、及び、低温貼付性のすべてを満足することができるダイボンディングダイシングシ
ートが実現可能となる。これにより、半導体装置の組み立てプロセスの効率化及び半導体
装置の信頼性向上を図ることが可能となる。
【００２６】
　本発明の接着剤パターンは、本発明の上記感光性接着剤組成物からなる接着剤層を被着
体上に形成し、該接着剤層をフォトマスクを介して露光し、露光後の接着剤層をアルカリ
水溶液により現像処理することにより形成されるものである。また、本発明の接着剤パタ
ーンは、本発明の上記感光性接着剤組成物からなる接着剤層を被着体上に形成し、該接着
剤層に直接描画露光技術を用いて直接パターンを描画露光し、露光後の接着剤層をアルカ
リ水溶液により現像処理することにより形成されるものでもよい。上記本発明の感光性接
着剤組成物がパターン形成性に優れているため、本発明の接着剤パターンは、本発明の感
光性接着剤組成物から形成されることにより高精細なパターンを有することが可能であり
、また、露光後の再接着性に優れる。本発明の接着剤パターンは、更に、接着後において
は優れた耐熱性を得ることができる。
【００２７】
　本発明の接着剤層付半導体ウェハは、半導体ウェハと、該半導体ウェハの一面上に設け
られた本発明の上記感光性接着剤組成物からなる接着剤層と、を備える。本発明の接着剤
層付半導体ウェハによれば、本発明の感光性接着剤組成物からなる接着剤層を備えること
により、接着剤層のパターン形成が可能であるとともに、パターン形成後の接着性、接着
後の耐熱性に優れることから、半導体装置の組み立てプロセスの効率化及び半導体装置の
信頼性向上を図ることが可能となる。
【００２８】
　発明に係る半導体装置は、支持部材と、該支持部材に搭載された半導体素子と、支持部
材と半導体素子との間に介在する接着剤層と、を備え、接着剤層が上記本発明の感光性接
着剤組成物によって形成されている。本発明の半導体装置は、半導体素子と支持部材とが
、パターン形成性、パターン形成後の接着性及び接着後の耐熱性（すなわち、高温接着性
）に優れる本発明の感光性接着剤組成物により接合されていることから、製造プロセスの
簡略化にも十分対応可能であり、且つ優れた信頼性を具備することができる。
【００２９】
　本発明の半導体装置の製造方法は、本発明の上記感光性接着剤組成物を用いて、半導体
素子と半導体素子搭載用支持部材とを接着する工程を有する。本発明の半導体装置の製造
方法によれば、本発明の感光性接着剤組成物を用いているため、優れた信頼性を有する半
導体装置を提供することができる。また、本発明の半導体装置の製造方法によれば、種々
の機能、形態を有する半導体装置を信頼性よく製造することができる。
【発明の効果】
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【００３０】
　本発明によれば、パターン形成性、感度、パターン形成後の接着性、接着後の耐熱性、
耐湿信頼性に優れ、フィルム状に形成した場合には低温貼付性にも優れた感光性接着剤組
成物、これを用いたフィルム状接着剤、接着シート、接着剤パターン、接着剤層付半導体
ウェハ、半導体装置、及び、半導体装置の製造方法を提供することができる。更に、パタ
ーン形成後の基板、ガラス、半導体素子等の被着体との再熱圧着性を有すると共に、熱硬
化後の優れた耐熱性を有するため、半導体素子、光学素子、又は個体撮像素子等の保護の
用途、又は微細な接着領域が求められる接着剤及び／又はバッファーコート用途に好適に
使用でき、さらにこれらを有する装置の信頼性を向上できる樹脂組成物を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明に係るフィルム状接着剤の一実施形態を示す模式断面図である。
【図２】本発明に係る接着シートの一実施形態を示す模式断面図である。
【図３】本発明に係る接着シートの他の一実施形態を示す模式断面図である。
【図４】本発明に係る接着シートの他の一実施形態を示す模式断面図である。
【図５】本発明に係る接着剤層付半導体ウェハの一実施形態を示す上面図である。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線に沿った端面図である。
【図７】本発明に係る接着剤パターンの一実施形態を示す上面図である。
【図８】図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿った端面図である。
【図９】本発明に係る接着剤パターンの一実施形態を示す上面図であ
【図１０】図９のＸ－Ｘ線に沿った端面図である。
【図１１】本発明の半導体装置の一実施形態を示す模式断面図である。
【図１２】本発明の半導体装置の他の一実施形態を示す模式断面図である。
【図１３】ピール強度測定装置を示す概略図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１…フィルム状接着剤（接着剤層）、１ａ，１ｂ…接着剤パターン、２…カバーフィル
ム、３…基材フィルム（基材）、６…粘着剤層、７…基材フィルム、８…半導体ウェハ、
１２，１２ａ，１２ｂ…半導体素子、１３…半導体素子搭載用支持部材、１４…ワイヤ、
１５…封止材、１６…端子、２０，２０ａ，２０ｂ…接着剤層付半導体ウェハ、１００，
１１０，１２０…接着シート、２１０…半導体装置。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、場合により図面を参照しつつ本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
なお、図面中、同一又は相当部分には同一符号を付し、重複する説明は省略する。また、
上下左右等の位置関係は、特に断らない限り、図面に示す位置関係に基づくものとする。
更に、図面の寸法比率は図示の比率に限られるものではない。
【００３４】
　本発明の感光性接着剤組成物は、（Ａ）カルボキシル基及び／又は水酸基を有する樹脂
と、（Ｂ）熱硬化性樹脂と、（Ｃ）放射線重合性化合物と、（Ｄ）光開始剤と、を含有す
る。
【００３５】
　本発明に係る感光性接着剤組成物を構成する（Ａ）成分としては、熱可塑性樹脂が好ま
しい。（Ａ）成分としては、以下の樹脂単体もしくはこれらの樹脂側鎖にカルボキシル基
及び／又は水酸基を付与した樹脂が挙げられる。例えば、ポリイミド樹脂、ポリアミド樹
脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリウレタンイミド樹脂、ポリウ
レタンアミドイミド樹脂、シロキサンポリイミド樹脂、ポリエステルイミド樹脂、又はそ
れらの共重合体、それらの前駆体（ポリアミド酸）の他、ポリウレタン樹脂、ポリベンゾ
オキサゾール樹脂、フェノキシ樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリエ－テルスルホン樹脂、ポ
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リフェニレンサルファイド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエ－テル樹脂、ポリカーボネー
ト樹脂、ポリエ－テルケトン樹脂、重量平均分子量が１万～１００万の（メタ）アクリル
共重合体、フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、フェノール樹脂など
が挙げられる。これらは１種を単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００３６】
　（Ａ）成分としては、良好な現像性が得られる点で、カルボキシル基を有する樹脂が好
ましく、その樹脂がアルカリ可溶性であることが好ましい。また、アルカリ可溶性樹脂の
アルカリ可溶性基が水酸基である場合、フェノール性水酸基が好ましい。
【００３７】
　後述する本発明のフィルム状接着剤のウェハ裏面への貼り付け温度は、半導体ウェハの
反りを抑えるという観点から、２０℃以上であることが好ましく、２０～１５０℃である
ことがより好ましく、２５～１００℃であることが特に好ましい。上記温度での貼り付け
を可能にするためには、（Ａ）成分のガラス転移温度（Ｔｇ）は、１５０℃以下であるこ
とが好ましい。（Ａ）成分のＴｇが１５０℃を超えると、ウェハ裏面への貼り付け温度が
１５０℃を超える可能性が高くなり、ウェハ裏面への貼合せ後の反りが発生し易くなる傾
向にあり、Ｔｇが－２０℃未満であると、Ｂステージ状態でのフィルム表面のタック性が
強くなり過ぎて、取り扱い性が悪くなる傾向にある。後述するポリイミド樹脂の組成を決
定する際には、そのＴｇが１５０℃以下となるように設計することが好ましい。
【００３８】
　また、（Ａ）成分の重量平均分子量は、５０００～３０００００の範囲内で制御されて
いることが好ましく、５０００～１５００００であることがより好ましく、１００００～
１０００００であることが更に好ましく、１００００～８００００であることが最も好ま
しい。重量平均分子量が５０００～３０００００の範囲内にあると、感光性接着剤組成物
をシート状又はフィルム状としたときの強度、可とう性、及びタック性が良好なものとな
り、また、熱時流動性が良好となるため、基板表面の配線段差への良好な埋込性を確保す
ることが可能となる。なお、上記重量平均分子量が５０００未満であると、フィルム形成
性が悪くなる傾向があり、３０００００を超えると、熱時の流動性が悪くなり、基板上の
凹凸に対する埋め込み性が低下する傾向があり、また、樹脂組成物のアルカリ現像液に対
する溶解性が低下する傾向がある。
【００３９】
　（Ａ）成分のＴｇ及び重量平均分子量を上記の範囲内とすることにより、ウェハ裏面へ
の貼り付け温度を低く抑えることができるとともに、半導体素子を半導体素子搭載用支持
部材に接着固定する際の加熱温度（ダイボンディング温度）も低くすることができ、半導
体素子の反りの増大を抑制することができる。また、本発明の特徴であるダイボンディン
グ時の流動性や現像性を有効に付与することができる。
【００４０】
　なお、上記のＴｇとは、（Ａ）成分をフィルム化したときの主分散ピーク温度であり、
レオメトリックス社製粘弾性アナライザー「ＲＳＡ－２」（商品名）を用いて、昇温速度
５℃／ｍｉｎ、周波数１Ｈｚ、測定温度－１５０～３００℃の条件で測定し、Ｔｇ付近の
ｔａｎδピーク温度を測定し、これを主分散温度とした。また、上記の重量平均分子量と
は、島津製作所社製高速液体クロマトグラフィー「Ｃ－Ｒ４Ａ」（商品名）を用いて、ポ
リスチレン換算で測定したときの重量平均分子量である。
【００４１】
　また、（Ａ）成分は、耐熱性、接着性の点で、ポリイミド樹脂であることが好ましい。
ポリイミド樹脂は、例えば、テトラカルボン酸二無水物とジアミン成分とを公知の方法で
縮合反応させて得ることができる。すなわち、有機溶媒中で、テトラカルボン酸二無水物
とジアミン成分とを等モルで、又は、必要に応じてテトラカルボン酸二無水物の合計１．
０ｍｏｌに対して、ジアミン成分の合計を好ましくは０．５～２．０ｍｏｌ、より好まし
くは０．８～１．０ｍｏｌの範囲で組成比を調整（各成分の添加順序は任意）し、反応温
度８０℃以下、好ましくは０～６０℃で付加反応させる。反応が進行するにつれ反応液の
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粘度が徐々に上昇し、ポリイミド樹脂の前駆体であるポリアミド酸が生成する。なお、接
着剤組成物の諸特性の低下を抑えるため、上記のテトラカルボン酸二無水物は無水酢酸で
再結晶精製処理したものであることが好ましい。
【００４２】
　なお、上記縮合反応におけるテトラカルボン酸二無水物とジアミン成分との組成比につ
いては、テトラカルボン酸二無水物の合計１．０ｍｏｌに対して、ジアミン成分の合計が
２．０ｍｏｌを超えると、得られるポリイミド樹脂中に、アミン末端のポリイミドオリゴ
マーの量が多くなる傾向があり、ポリイミド樹脂の重量平均分子量が低くなり、接着剤組
成物の耐熱性を含む種々の特性が低下する傾向がある。一方、ジアミン成分の合計が０．
５ｍｏｌ未満であると、酸末端のポリイミドオリゴマーの量が多くなる傾向があり、ポリ
イミド樹脂の重量平均分子量が低くなり、接着剤組成物の耐熱性を含む種々の特性が低下
する傾向がある。
【００４３】
　ポリイミド樹脂は、上記反応物（ポリアミド酸）を脱水閉環させて得ることができる。
脱水閉環は、加熱処理する熱閉環法、脱水剤を使用する化学閉環法等で行うことができる
。
【００４４】
　ポリイミド樹脂の原料として用いられるテトラカルボン酸二無水物としては特に制限は
無く、例えば、ピロメリット酸二無水物、３，３’，４，４’－ビフェニルテトラカルボ
ン酸二無水物、２，２’，３，３’－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、２，２－ビ
ス（３，４－ジカルボキシフェニル）プロパン二無水物、２，２－ビス（２，３－ジカル
ボキシフェニル）プロパン二無水物、１，１－ビス（２，３－ジカルボキシフェニル）エ
タン二無水物、１，１－ビス（３，４－ジカルボキシフェニル）エタン二無水物、ビス（
２，３－ジカルボキシフェニル）メタン二無水物、ビス（３，４－ジカルボキシフェニル
）メタン二無水物、ビス（３，４－ジカルボキシフェニル）スルホン二無水物、３，４，
９，１０－ペリレンテトラカルボン酸二無水物、ビス（３，４－ジカルボキシフェニル）
エーテル二無水物、ベンゼン－１，２，３，４－テトラカルボン酸二無水物、３，４，３
’，４’－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、２，３，２’，３’－ベンゾフェ
ノンテトラカルボン酸二無水物、３，３，３’，４’－ベンゾフェノンテトラカルボン酸
二無水物、１，２，５，６－ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、１，４，５，８－ナ
フタレンテトラカルボン酸二無水物、２，３，６，７－ナフタレンテトラカルボン酸二無
水物、１，２，４，５－ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、２，６－ジクロロナフタ
レン－１，４，５，８－テトラカルボン酸二無水物、２，７－ジクロロナフタレン－１，
４，５，８－テトラカルボン酸二無水物、２，３，６，７－テトラクロロナフタレン－１
，４，５，８－テトラカルボン酸二無水物、フェナンスレン－１，８，９，１０－テトラ
カルボン酸二無水物、ピラジン－２，３，５，６－テトラカルボン酸二無水物、チオフェ
ン－２，３，５，６－テトラカルボン酸二無水物、２，３，３’，４’－ビフェニルテト
ラカルボン酸二無水物、３，４，３’，４’－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、２
，３，２’，３’－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、ビス（３，４－ジカルボキシ
フェニル）ジメチルシラン二無水物、ビス（３，４－ジカルボキシフェニル）メチルフェ
ニルシラン二無水物、ビス（３，４－ジカルボキシフェニル）ジフェニルシラン二無水物
、１，４－ビス（３，４－ジカルボキシフェニルジメチルシリル）ベンゼン二無水物、１
，３－ビス（３，４－ジカルボキシフェニル）－１，１，３，３－テトラメチルジシクロ
ヘキサン二無水物、ｐ－フェニレンビス（トリメリテート無水物）、エチレンテトラカル
ボン酸二無水物、１，２，３，４－ブタンテトラカルボン酸二無水物、デカヒドロナフタ
レン－１，４，５，８－テトラカルボン酸二無水物、４，８－ジメチル－１，２，３，５
，６，７－ヘキサヒドロナフタレン－１，２，５，６－テトラカルボン酸二無水物、シク
ロペンタン－１，２，３，４－テトラカルボン酸二無水物、ピロリジン－２，３，４，５
－テトラカルボン酸二無水物、１，２，３，４－シクロブタンテトラカルボン酸二無水物
、ビス（エキソ－ビシクロ［２，２，１］ヘプタン－２，３－ジカルボン酸二無水物、ビ
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シクロ－［２，２，２］－オクト－７－エン－２，３，５，６－テトラカルボン酸二無水
物、２，２－ビス（３，４－ジカルボキシフェニル）プロパン二無水物、２，２－ビス［
４－（３，４－ジカルボキシフェニル）フェニル］プロパン二無水物、２，２－ビス（３
，４－ジカルボキシフェニル）ヘキサフルオロプロパン二無水物、２，２－ビス［４－（
３，４－ジカルボキシフェニル）フェニル］ヘキサフルオロプロパン二無水物、４，４’
－ビス（３，４－ジカルボキシフェノキシ）ジフェニルスルフィド二無水物、１，４－ビ
ス（２－ヒドロキシヘキサフルオロイソプロピル）ベンゼンビス（トリメリット酸無水物
）、１，３－ビス（２－ヒドロキシヘキサフルオロイソプロピル）ベンゼンビス（トリメ
リット酸無水物）、５－（２，５－ジオキソテトラヒドロフリル）－３－メチル－３－シ
クロヘキセン－１，２－ジカルボン酸二無水物、テトラヒドロフラン－２，３，４，５－
テトラカルボン酸二無水物、下記一般式（７）で表されるテトラカルボン酸二無水物等が
挙げられる。
【００４５】
【化７】

［式中、ａは２～２０の整数を示す。］
【００４６】
　上記一般式（７）で表されるテトラカルボン酸二無水物は、例えば、無水トリメリット
酸モノクロライド及び対応するジオールから合成することができ、具体的には１，２－（
エチレン）ビス（トリメリテート無水物）、１，３－（トリメチレン）ビス（トリメリテ
ート無水物）、１，４－（テトラメチレン）ビス（トリメリテート無水物）、１，５－（
ペンタメチレン）ビス（トリメリテート無水物）、１，６－（ヘキサメチレン）ビス（ト
リメリテート無水物）、１，７－（ヘプタメチレン）ビス（トリメリテート無水物）、１
，８－（オクタメチレン）ビス（トリメリテート無水物）、１，９－（ノナメチレン）ビ
ス（トリメリテート無水物）、１，１０－（デカメチレン）ビス（トリメリテート無水物
）、１，１２－（ドデカメチレン）ビス（トリメリテート無水物）、１，１６－（ヘキサ
デカメチレン）ビス（トリメリテート無水物）、１，１８－（オクタデカメチレン）ビス
（トリメリテート無水物）等が挙げられる。
【００４７】
　また、テトラカルボン酸二無水物としては、溶剤への良好な溶解性及び耐湿信頼性、３
６５ｎｍ光に対する透明性を付与する観点から、下記一般式（６）又は（８）で表される
テトラカルボン酸二無水物を含むことが好ましい。下記一般式（６）で表されるテトラカ
ルボン酸二無水物は、テトラカルボン酸二無水物全体の４０モル％以上含まれることが好
ましい。
【００４８】
【化８】

【００４９】
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【化９】

【００５０】
　以上のようなテトラカルボン酸二無水物は、１種を単独で又は２種類以上を組み合わせ
て使用することができる。
【００５１】
　上記ポリイミド樹脂の原料として用いられるジアミン成分としては、分子中にカルボキ
シル基及び／又は水酸基を有するジアミンを含むことが好ましく、下記一般式（２）、（
３）、（９）又は（１０）で表される芳香族ジアミンを含むことが好ましい。これら下記
一般式（２）、（３）、（９）又は（１０）で表されるジアミンは、全ジアミン成分の１
～１００モル％とすることが好ましく、３～８０モル％とすることが更に好ましく、５～
５０モル％とすることが最も好ましい。
【００５２】
【化１０】

【００５３】
【化１１】

【００５４】
【化１２】

【００５５】
【化１３】

【００５６】
　上記ポリイミド樹脂の原料として用いられるその他のジアミン成分としては特に制限は
なく、例えば、ｏ－フェニレンジアミン、ｍ－フェニレンジアミン、ｐ－フェニレンジア
ミン、３，３’－ジアミノジフェニルエーテル、３，４’－ジアミノジフェニルエーテル
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、４，４’－ジアミノジフェニルエーテル、３，３’－ジアミノジフェニルメタン、３，
４’－ジアミノジフェニルメタン、４，４’－ジアミノジフェニルエーテメタン、ビス（
４－アミノ－３，５－ジメチルフェニル）メタン、ビス（４－アミノ－３，５－ジイソプ
ロピルフェニル）メタン、３，３’－ジアミノジフェニルジフルオロメタン、３，４’－
ジアミノジフェニルジフルオロメタン、４，４’－ジアミノジフェニルジフルオロメタン
、３，３’－ジアミノジフェニルスルフォン、３，４’－ジアミノジフェニルスルフォン
、４，４’－ジアミノジフェニルスルフォン、３，３’－ジアミノジフェニルスルフィド
、３，４’－ジアミノジフェニルスルフィド、４，４’－ジアミノジフェニルスルフィド
、３，３’－ジアミノジフェニルケトン、３，４’－ジアミノジフェニルケトン、４，４
’－ジアミノジフェニルケトン、２，２－ビス（３－アミノフェニル）プロパン、２，２
’－（３，４’－ジアミノジフェニル）プロパン、２，２－ビス（４－アミノフェニル）
プロパン、２，２－ビス（３－アミノフェニル）ヘキサフルオロプロパン、２，２－（３
，４’－ジアミノジフェニル）ヘキサフルオロプロパン、２，２－ビス（４－アミノフェ
ニル）ヘキサフルオロプロパン、１，３－ビス（３－アミノフェノキシ）ベンゼン、１，
４－ビス（３－アミノフェノキシ）ベンゼン、１，４－ビス（４－アミノフェノキシ）ベ
ンゼン、３，３’－（１，４－フェニレンビス（１－メチルエチリデン））ビスアニリン
、３，４’－（１，４－フェニレンビス（１－メチルエチリデン））ビスアニリン、４，
４’－（１，４－フェニレンビス（１－メチルエチリデン））ビスアニリン、２，２－ビ
ス（４－（３－アミノフェノキシ）フェニル）プロパン、２，２－ビス（４－（３－アミ
ノフェノキシ）フェニル）ヘキサフルオロプロパン、２，２－ビス（４－（４－アミノフ
ェノキシ）フェニル）ヘキサフルオロプロパン、ビス（４－（３－アミノエノキシ）フェ
ニル）スルフィド、ビス（４－（４－アミノエノキシ）フェニル）スルフィド、ビス（４
－（３－アミノエノキシ）フェニル）スルフォン、ビス（４－（４－アミノエノキシ）フ
ェニル）スルフォン、３，３’－ジヒドロキシ－４，４’－ジアミノビフェニル、３，５
－ジアミノ安息香酸等の芳香族ジアミン、１，３－ビス（アミノメチル）シクロヘキサン
、２，２－ビス（４－アミノフェノキシフェニル）プロパン、下記一般式（４）で表され
る脂肪族エーテルジアミン、下記一般式（１１）で表される脂肪族ジアミン、下記一般式
（５）で表されるシロキサンジアミン等が挙げられる。
【００５７】
【化１４】

［式中、Ｑ１、Ｑ２及びＱ３は各々独立に、炭素数１～１０のアルキレン基を示し、ｂは
１～８０の整数を示す。］
【００５８】
【化１５】

［式中、ｃは５～２０の整数を示す。］
【００５９】
【化１６】

［式中、Ｑ４及びＱ９は各々独立に、炭素数１～５のアルキレン基又は置換基を有しても
よいフェニレン基を示し、Ｑ５、Ｑ６、Ｑ７及びＱ８は各々独立に、炭素数１～５のアル
キル基、フェニル基又はフェノキシ基を示し、ｄは１～５の整数を示す。］
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【００６０】
　上記一般式（４）で表される脂肪族エーテルジアミンとして具体的には、下記一般式；
【化１７】

で表される脂肪族ジアミンの他、下記一般式（１２）で表される脂肪族エーテルジアミン
が挙げられる。
【００６１】
【化１８】

［式中、ｅは０～８０の整数を示す。］
【００６２】
　上記一般式（４）で表される脂肪族エーテルジアミンは、ジアミン成分全体の１０～９
０モル％含まれることが好ましい。
【００６３】
　また、上述したように、ポリイミド樹脂の組成を決定する際には、そのＴｇが１５０℃
以下となるように設計することが好ましく、ポリイミド樹脂の原料であるジアミン成分と
して、上記一般式（１２）で表される脂肪族エーテルジアミンを用いることが好ましい。
上記一般式（１２）で表される脂肪族エーテルジアミンとして具体的には、サンテクノケ
ミカル（株）製ジェファーミンＤ－２３０，Ｄ－４００，Ｄ－０，Ｄ－４０００，ＥＤ－
６００，ＥＤ－９００，ＥＤ－０，ＥＤＲ－１４８、ＢＡＳＦ（製）ポリエーテルアミン
Ｄ－２３０，Ｄ－４００，Ｄ－０等のポリオキシアルキレンジアミン等の脂肪族ジアミン
が挙げられる。これらのジアミンは、全ジアミン成分の１～８０モル％であることが好ま
しく、５～６０モル％であることがより好ましい。この量が１モル％未満であると、低温
接着性、熱時流動性の付与が困難になる傾向にあり、一方、８０モル％を超えると、ポリ
イミド樹脂のＴｇが低くなり過ぎて、フィルムの自己支持性が損なわれる傾向にある。
【００６４】
　上記一般式（１１）で表される脂肪族ジアミンとして具体的には、１，２－ジアミノエ
タン、１，３－ジアミノプロパン、１，４－ジアミノブタン、１，５－ジアミノペンタン
、１，６－ジアミノヘキサン、１，７－ジアミノヘプタン、１，８－ジアミノオクタン、
１，９－ジアミノノナン、１，１０－ジアミノデカン、１，１１－ジアミノウンデカン、
１，１２－ジアミノドデカン、１，２－ジアミノシクロヘキサン等が挙げられる。
【００６５】
　上記一般式（５）で表されるシロキサンジアミンとして具体的には、式（５）中のｄが
１のものとして、１，１，３，３－テトラメチル－１，３－ビス（４－アミノフェニル）
ジシロキサン、１，１，３，３－テトラフェノキシ－１，３－ビス（４－アミノエチル）
ジシロキサン、１，１，３，３－テトラフェニル－１，３－ビス（２－アミノエチル）ジ
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シロキサン、１，１，３，３－テトラフェニル－１，３－ビス（３－アミノプロピル）ジ
シロキサン、１，１，３，３－テトラメチル－１，３－ビス（２－アミノエチル）ジシロ
キサン、１，１，３，３－テトラメチル－１，３－ビス（３－アミノプロピル）ジシロキ
サン、１，１，３，３－テトラメチル－１，３－ビス（３－アミノブチル）ジシロキサン
、１，３－ジメチル－１，３－ジメトキシ－１，３－ビス（４－アミノブチル）ジシロキ
サン等が挙げられ、ｄが２のものとして、１，１，３，３，５，５－ヘキサメチル－１，
５－ビス（４－アミノフェニル）トリシロキサン、１，１，５，５－テトラフェニル－３
，３－ジメチル－１，５－ビス（３－アミノプロピル）トリシロキサン、１，１，５，５
－テトラフェニル－３，３－ジメトキシ－１，５－ビス（４－アミノブチル）トリシロキ
サン、１，１，５，５－テトラフェニル－３，３－ジメトキシ－１，５－ビス（５－アミ
ノペンチル）トリシロキサン、１，１，５，５－テトラメチル－３，３－ジメトキシ－１
，５－ビス（２－アミノエチル）トリシロキサン、１，１，５，５－テトラメチル－３，
３－ジメトキシ－１，５－ビス（４－アミノブチル）トリシロキサン、１，１，５，５－
テトラメチル－３，３－ジメトキシ－１，５－ビス（５－アミノペンチル）トリシロキサ
ン、１，１，３，３，５，５－ヘキサメチル－１，５－ビス（３－アミノプロピル）トリ
シロキサン、１，１，３，３，５，５－ヘキサエチル－１，５－ビス（３－アミノプロピ
ル）トリシロキサン、１，１，３，３，５，５－ヘキサプロピル－１，５－ビス（３－ア
ミノプロピル）トリシロキサン等が挙げられる。
【００６６】
　上記一般式（５）で表される脂肪族エーテルジアミンは、ジアミン成分全体の１～２０
モル％含まれることが好ましい。
【００６７】
　上述したジアミン成分は、１種を単独で又は２種以上を組み合わせて使用することがで
きる。
【００６８】
　また、上記ポリイミド樹脂は、１種を単独で又は必要に応じて２種以上を混合（ブレン
ド）して用いることができる。
【００６９】
　本発明の感光性接着剤組成物において、（Ａ）成分の含有量は、感光性接着剤組成物の
固形分全量を基準として５～９０質量％であることが好ましく、２０～８０質量％である
ことがより好ましい。この含有量が５質量％未満であると、パターン形成性が損なわれる
傾向があり、９０質量％を超えると、パターン形成性及び接着性が低下する傾向がある。
【００７０】
　（Ａ）成分のアルカリへの溶解性が乏しいもしくは溶解しない場合、溶解助剤として、
カルボキシル基及び／又は水酸基を有する樹脂もしくは化合物を添加しても良い。
【００７１】
　本発明に用いられる（Ｂ）成分は、熱硬化性樹脂（但し、（Ａ）成分を除く）である。
（Ｂ）成分としては、エポキシ樹脂が好ましい。（Ｂ）成分としては、分子内に少なくと
も２個以上のエポキシ基を含むものが好ましく、硬化性や硬化物特性の点からフェノール
のグリシジルエーテル型のエポキシ樹脂がより好ましい。このような樹脂としては、例え
ば、ビスフェノールＡ型（又はＡＤ型、Ｓ型、Ｆ型）のグリシジルエーテル、水添加ビス
フェノールＡ型のグリシジルエーテル、エチレンオキシド付加体ビスフェノールＡ型のグ
リシジルエーテル、プロピレンオキシド付加体ビスフェノールＡ型のグリシジルエーテル
、フェノールノボラック樹脂のグリシジルエーテル、クレゾールノボラック樹脂のグリシ
ジルエーテル、ビスフェノールＡノボラック樹脂のグリシジルエーテル、ナフタレン樹脂
のグリシジルエーテル、３官能型（又は４官能型）のグリシジルエーテル、ジシクロペン
タジエンフェノール樹脂のグリシジルエーテル、ダイマー酸のグリシジルエステル、３官
能型（又は４官能型）のグリシジルアミン、ナフタレン樹脂のグリシジルアミン等が挙げ
られる。これらは単独で又は二種類以上を組み合わせて使用することができる。
【００７２】
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　また、（Ｂ）成分は、不純物イオンである、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イ
オン、ハロゲンイオン、特には塩素イオンや加水分解性塩素等を３００ｐｐｍ以下に低減
した高純度品を用いることが、エレクトロマイグレーション防止や金属導体回路の腐食防
止の観点から好ましい。
【００７３】
　本発明の感光性接着剤組成物において、（Ｂ）成分の含有量は、（Ａ）成分１００質量
部に対して０．１～１００質量部であることが好ましく、２～５０質量部であることがよ
り好ましい。この含有量が１００質量部を超えると、アルカリ水溶液への溶解性が低下し
、パターン形成性が低下する傾向がある。一方、上記含有量が０．１質量部未満であると
、高温接着性が低くなる傾向がある。
【００７４】
　本発明の感光性接着剤組成物には、必要に応じて、熱硬化性樹脂の硬化剤を含有させる
ことができる。この硬化剤としては、例えば、フェノール系化合物、脂肪族アミン、脂環
族アミン、芳香族ポリアミン、ポリアミド、脂肪族酸無水物、脂環族酸無水物、芳香族酸
無水物、ジシアンジアミド、有機酸ジヒドラジド、三フッ化ホウ素アミン錯体、イミダゾ
ール類、第３級アミン等が挙げられる。これらの中でもフェノール系化合物が好ましく、
分子中に少なくとも２個以上のフェノール性水酸基を有するフェノール系化合物がより好
ましい。このような化合物としては、例えばフェノールノボラック、クレゾールノボラッ
ク、ｔ－ブチルフェノールノボラック、ジシクロペンタジエンクレゾールノボラック、ジ
シクロペンタジエンフェノールノボラック、キシリレン変性フェノールノボラック、ナフ
トール系化合物、トリスフェノール系化合物、テトラキスフェノールノボラック、ビスフ
ェノールＡノボラック、ポリ－ｐ－ビニルフェノール、フェノールアラルキル樹脂等が挙
げられる。これらの中でも、数平均分子量が４００～４０００の範囲内のものが好ましい
。これにより、半導体装置組立加熱時に、半導体素子又は装置等の汚染の原因となる加熱
時のアウトガスを抑制できる。
【００７５】
　更に、本発明の感光性接着剤組成物には、必要に応じて、硬化促進剤を含有させること
ができる。この硬化促進剤としては、熱硬化性樹脂を硬化させるものであれば特に制限は
なく、例えば、イミダゾール類、ジシアンジアミド誘導体、ジカルボン酸ジヒドラジド、
トリフェニルホスフィン、テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート、２－エ
チル－４－メチルイミダゾール－テトラフェニルボレート、１，８－ジアザビシクロ［５
．４．０］ウンデセン－７－テトラフェニルボレート、また加熱によって塩基を生成する
ウレタン系塩基発生剤等が挙げられる。感光性接着剤組成物における硬化促進剤の含有量
は、熱硬化性樹脂１００質量部に対して０．０１～５０質量部が好ましい。
【００７６】
　また、本発明の感光性接着剤組成物に含まれる（Ｃ）放射線重合性化合物としては、ア
クリレート及び／又はメタクリレート化合物が好ましい。アクリレート及び／又はメタク
リレート化合物としては、特に制限はしないが、アクリル酸メチル、メタクリル酸メチル
、アクリル酸エチル、メタクリル酸エチル、アクリル酸ブチル、メタクリル酸ブチル、ア
クリル酸２－エチルヘキシル、メタクリル酸２－エチルヘキシル、ペンテニルアクリレー
ト、テトラヒドロフルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、ジ
エチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、テトラエ
チレングリコールジアクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、トリエチレ
ングリコールジメタクリレート、テトラエチレングリコールジメタクリレート、トリメチ
ロールプロパンジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロ
ールプロパンジメタクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレート、１，４－
ブタンジオールジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、１，４－ブ
タンジオールジメタクリレート、１，６－ヘキサンジオールジメタクリレート、ペンタエ
リスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ペンタエリ
スリトールトリメタクリレート、ペンタエリスリトールテトラメタクリレート、ジペンタ
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エリスリトールヘキサアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサメタクリレート、ス
チレン、ジビニルベンゼン、４－ビニルトルエン、４－ビニルピリジン、Ｎ－ビニルピロ
リドン、２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、１
，３－アクリロイルオキシ－２－ヒドロキシプロパン、１，２－メタクリロイルオキシ－
２－ヒドロキシプロパン、メチレンビスアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミ
ド、Ｎ－メチロールアクリルアミド、トリス（β－ヒドロキシエチル）イソシアヌレート
のトリアクリレート、下記一般式（１３）で表される化合物、ウレタンアクリレート若し
くはウレタンメタクリレート、及び尿素アクリレート等が挙げられる。
【００７７】
【化１９】

［式中、Ｒ４１及びＲ４２は各々独立に、水素原子又はメチル基を示し、ｆ及びｇは各々
独立に、１以上の整数を示す。］
【００７８】
　以上のような化合物の他、（Ｃ）成分には、官能基を含むビニル共重合体に、少なくと
も１個のエチレン性不飽和基と、オキシラン環、イソシアネート基、水酸基、及びカルボ
キシル基等の官能基とを有する化合物を付加反応させて得られる、側鎖にエチレン性不飽
和基を有する放射線重合性共重合体等を使用することができる。
【００７９】
　これらの放射線重合性化合物は、１種を単独で又は２種類以上を組み合わせて使用する
ことができる。中でも、上記一般式（１３）で示されるグリコール骨格を有する放射線重
合性化合物は、アルカリ可溶性、硬化後の耐溶剤性を十分に付与できる点で好ましく、ウ
レタンアクリレート及びメタクリレート、イソシアヌル酸変性ジ／トリアクリレート及び
メタクリレートは硬化後の高接着性を十分に付与できる点で好ましい。
【００８０】
　本発明の感光性接着剤組成物において、（Ｃ）成分の含有量は、（Ａ）成分１００質量
部に対して２０～２００質量部であることが好ましく、３０～１００質量部であることが
より好ましい。この含有量が２００質量部を超えると、重合により熱溶融時の流動性が低
下し、熱圧着時の接着性が低下する傾向にある。一方、２０質量部未満であると、露光に
よる光硬化後の耐溶剤性が低くなり、パターンを形成するのが困難となる傾向にある。
【００８１】
　また、（Ｃ）成分は、不純物イオンである、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イ
オン、ハロゲンイオン、特には塩素イオンや加水分解性塩素等を１０００ｐｐｍ以下に低
減した高純度品を用いることが、エレクトロマイグレーション防止や金属導体回路の腐食
防止の観点から好ましい。
【００８２】
　（Ｄ）光開始剤は、感度向上といった点で、波長３６５ｎｍの光に対する分子吸光係数
が１０００ｍｌ／ｇ・ｃｍ以上の化合物を含むことが好ましく、２０００ｍｌ／ｇ・ｃｍ
以上の化合物を含むことがより好ましい。なお、分子吸光係数は、サンプルの０．００１
質量％アセトニトリル溶液を調製し、この溶液について分光光度計（日立ハイテクノロジ
ーズ社製、「Ｕ－３３１０」（商品名））を用いて吸光度を測定することにより求められ
る。
【００８３】
　更に、感光性接着剤組成物中の全光開始剤混合物の３％重量減少温度は、２００℃以上
である。これを満たすには、（Ｄ１）３％重量減少温度が２００℃以上の光開始剤を添加
する必要がある。（Ｄ１）成分の配合量は、全光開始剤混合物の３％重量減少温度が２０
０℃以上であることを満たせば特に限定はしないが、アウトガス低減及び高温接着性向上
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の点で、全光開始剤混合物の２０質量％以上であることが好ましく、３０質量％以上であ
ることがより好ましく、５０質量％以上であることが更に好ましい。光開始剤の３％重量
減少温度は、サンプルを示差熱熱重量同時測定装置（エスアイアイ・ナノテクノロジー製
：ＴＧ／ＤＴＡ６３００）を用いて、昇温速度１０℃／ｍｉｎ、窒素フロー（４００ｍｌ
／ｍｉｎ）下で測定したときの３％重量減少温度である。
【００８４】
　このような光開始剤としては、特に限定はしないが、例えば、上記構造式（１）で表わ
される化合物の他、２，４，６－トリメチルベンゾイル－ジフェニル－フォスフィンオキ
サイド、２－ベンジル－２－ジメチルアミノー１－（４－モルフォリノフェニル）－ブタ
ノン－１、２ジメチルアミノー２－（４－メチルーベンジル）－１－（４－モリフォリン
ー４－イルーフェニル）－ブタンー１－オン、２，４―ジメトキシー１，２－ジフェニル
エタンー１－オン、等が挙げられる。
【００８５】
　（Ｄ）成分は、カルバゾール基を有する化合物を含むことが好ましい。カルバゾール基
を有する化合物としては、例えば、エタノン，１－［９－エチル－６－（２－メチルベン
ゾイル）－９Ｈ－カルバゾール－３－イル］－，１－(Ｏ－アセチルオキシム) 、３,６－
ビス－(２メチル－２モルホリノ－プロピオニル)－９－Ｎ－オクチルカルバゾール、３，
６－ビス（２－メチル－２－モルホリノプロピオニル）－９－ベンゾイルカルバゾール、
３，６－ビス（２－メチル－２－モルホリノプロピオニル）－９－ｎ－ブチルカルバゾー
ル、３，６－ビス（２－メチル－２－モルホリノプロピオニル）－９－ｎ－オクチルカル
バゾール、３，６－ビス（２－メチル－２－モルホリノプロピオニル）－９－ｎ－ドデシ
ルカルバゾール、２－（Ｎ－ｎ－ブチル－３’－カルバゾリル）－４，６－ビス（トリク
ロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（Ｎ－ｎ－オクチル－３’－カルバゾリル）－４，
６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（Ｎ－２”－フェノキシエチル）
－３’－カルバゾリル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン等が挙げ
られる。
【００８６】
　（Ｄ）成分は、オキシムエステル基を有する化合物を含むことが好ましい。オキシムエ
ステル基を有する化合物としては、例えば、２，４―ジメトキシ－１，２－ジフェニルエ
タン－１－オン、１，２－オクタンジオン，１－[４－（フェニルチオ）―，２－（Ｏ－
ベンゾイルオキシム）]、エタノン，１－［９－エチル－６－（２－メチルベンゾイル）
－９Ｈ－カルバゾール－３－イル］－，１－(Ｏ－アセチルオキシム)、１－フェニルー１
，２－プロパンジオン－２－Ｏ－ベンゾイルオキシム、及び１－フェニルー１，２－プロ
パンジオン－２－（Ｏ－エトキシカルボニル）オキシムが挙げられる。
【００８７】
　なお、（Ｄ）成分は、感光性接着剤組成物中の全光開始剤混合物の３％重量減少温度が
２００℃以上であれば、他の光開始剤を併用してもよい。他の光開始剤としては、特に限
定はしないが、例えば、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－フェニルフォスフ
ィンオキサイド等が挙げられる。
【００８８】
　感光性接着剤組成物を膜厚３０μｍ以上の接着剤層とする場合には、上記他の光開始剤
としては、感度向上、内部硬化性向上の観点から、光照射によってブリーチングするもの
がより好ましい。このような光開始剤としては、特に限定はしないが、例えば、２－ベン
ジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルホリノフェニル）－ブタノン－１、２，２－
ジメトキシ－１，２－ジフェニルエタン－１－オン、１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－
フェニル－ケトン、２－メチル－１－（４－（メチルチオ）フェニル）－２－モルフォリ
ノプロパノン－１、２，４－ジエチルチオキサントン、ベンジルジメチルケタール等のベ
ンジル誘導体、ビス（２，６－ジメトキシベンゾイル）－２，４，４－トリメチル－ペン
チルフォスフィンオキサイド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－フェニルフ
ォスフィンオキサイド等のビスアシルフォスフィンオキサイドなどのうちＵＶ照射によっ
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て退色する化合物が挙げられる。これらは単独で又は二種類以上を組み合わせて使用する
ことができる。
【００８９】
　本発明の感光性接着剤組成物において、（Ｂ）成分としてエポキシ樹脂を用いた場合、
放射線の照射により前記エポキシ樹脂の重合を促進する機能を発現する光開始剤を含有し
ていてもよい。放射線照射により前記エポキシ樹脂の重合を促進する機能を発現する光開
始剤としては、例えば、放射線照射によって塩基を発生する光塩基発生剤、放射線照射に
よって酸を発生する光酸発生剤などが挙げられる。
【００９０】
　本発明の感光性接着剤組成物においては、更に光塩基発生剤を用いることが好ましい。
この場合、感光性接着剤組成物の被着体への高温接着性及び耐湿信頼性を更に向上させる
ことができる。この理由としては、上記化合物から生成した塩基がエポキシ樹脂の硬化触
媒として効率よく作用することにより、架橋密度をより一層高めることができるため、ま
た生成した硬化触媒が基板などを腐食することが少ないためと考えられる。
【００９１】
　また、感光性接着剤組成物に光塩基発生剤を含有させることにより、架橋密度を向上さ
せることができ、高温放置時のアウトガスをより低減させることができる。また、硬化プ
ロセス温度を低温化、短時間化させることができると考えられる。
【００９２】
　また、感光性接着剤組成物に含有される（Ａ）成分のカルボキシル基及び／又は水酸基
の含有割合が高くなると、硬化後の吸湿率の上昇及び吸湿後の接着力が低下する場合があ
る。これに対して、上記の感光性接着剤組成物によれば、放射線の照射により塩基を発生
する化合物が配合されることにより、上記のカルボキシル基及び／又は水酸基とエポキシ
樹脂との反応後に残存するカルボキシル基及び／又は水酸基を低減させることができ、耐
湿信頼性及び接着性とパターン形成性とをより高水準で両立することが可能となる。
【００９３】
　また、光塩基発生剤は、放射線照射時に塩基を発生する化合物であれば特に制限は受け
ず用いることができる。発生する塩基としては、反応性、硬化速度の点から強塩基性化合
物が好ましい。一般的には、塩基性の指標として酸解離定数の対数であるｐＫａ値が使用
され、水溶液中でのｐＫａ値が７以上の塩基が好ましく、更に８以上の塩基がより好まし
い。
【００９４】
　このような放射線照射時に発生する塩基としては、例えば、イミダゾール、２，４－ジ
メチルイミダゾール、１－メチルイミダゾール等のイミダゾール誘導体、ピペラジン、２
，５－ジメチルピペラジン等のピペラジン誘導体、ピペリジン、１，２－ジメチルピペリ
ジン等のピペリジン誘導体、プロリン誘導体、トリメチルアミン、トリエチルアミン、ト
リエタノールアミン等のトリアルキルアミン誘導体、４－メチルアミノピリジン、４－ジ
メチルアミノピリジン等の４位にアミノ基またはアルキルアミノ基が置換したピリジン誘
導体、ピロリジン、ｎ－メチルピロリジン等のピロリジン誘導体、ジヒドロピリジン誘導
体、トリエチレンジアミン、１，８－ジアザビスシクロ（５，４，０）ウンデセン－１（
ＤＢＵ）等の脂環式アミン誘導体、ベンジルメチルアミン、ベンジルジメチルアミン、ベ
ンジルジエチルアミン等のベンジルアミン誘導体、モルホリン誘導体、１級アルキルアミ
ン等が挙げられる。
【００９５】
　上記のような塩基を放射線照射によって発生する光塩基発生剤としては、例えば、Ｊｏ
ｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｈｏｔｏｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｙ　１２巻、３１３～３１４項（１９９９年）やＣｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｍａ
ｔｅｒｉａｌｓ　１１巻、１７０～１７６項（１９９９年）等に記載されている４級アン
モニウム塩誘導体を用いることができる。これらは、活性光線の照射により高塩基性のト
リアルキルアミンを生成するため、エポキシ樹脂の硬化には最適である。
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【００９６】
　また、光塩基発生剤としては、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌＳｏｃｉｅｔｙ　１１８巻　１２９２５頁（１９９６年）やＰｏｌｙｍｅｒ　Ｊｏ
ｕｒｎａｌ　２８巻　７９５頁（１９９６年）等に記載されているカルバミン酸誘導体、
ジメトキシベンジルウレタン系化合物、ベンゾイン系化合物、オルトニトロベンジルウレ
タン化合物を用いることができる。
【００９７】
　また、活性光線の照射により１級のアミノ基を発生するオキシム誘導体、光ラジカル発
生剤として市販されている２－メチル－１－（４－（メチルチオ）フェニル）－２－モル
フォリノプロパン－１－オン（チバ　スペシャリティ　ケミカルズ社製、イルガキュア９
０７）、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルフォリノフェニル）－ブタ
ノン－１（チバ　スペシャリティ　ケミカルズ社製、イルガキュア３６９）、３,６－ビ
ス－(２メチル－２モルホリノ－プロピオニル)－９－Ｎ－オクチルカルバゾール（ＡＤＥ
ＫＡ社製、オプトマーＮ―１４１４）、ヘキサアリールビスイミダゾール誘導体（ハロゲ
ン、アルコキシ基、ニトロ基、シアノ基等の置換基がフェニル基に置換されていてもよい
）、ベンゾイソオキサゾロン誘導体等を用いることができる。
【００９８】
　光塩基発生剤は、高分子の主鎖及び／又は側鎖に塩基を発生する基を導入した化合物を
用いても良い。この場合の分子量としては、接着剤としての接着性、流動性の観点から重
量平均分子量１，０００～１００，０００が好ましく、５，０００～３０，０００である
ことがより好ましい。
【００９９】
　上記の光塩基発生剤は、室温で放射線を照射しない状態ではエポキシ樹脂と反応性を示
さないため、室温での貯蔵安定性は非常に優れているという特徴を持つ。
【０１００】
更に、これらの光塩基発生剤を使用する場合、波長３６５ｎｍの光に対する分子吸光係数
が１００ｍｌ／ｇ・ｃｍ以上、且つ、３％重量減少温度が１２０℃以上の化合物であるこ
とがより好ましく、波長３６５ｎｍの光に対する分子吸光係数が３００ｍｌ／ｇ・ｃｍ以
上、且つ、３％重量減少温度が１５０℃以上の化合物であることが更に好ましい。なお、
分子吸光係数は、サンプルの０．００１質量％アセトニトリル溶液を調製し、この溶液に
ついて分光光度計（日立ハイテクノロジーズ社製、「Ｕ－３３１０」（商品名））を用い
て吸光度を測定することにより求められる。光開始剤の３％重量減少温度は、サンプルを
示差熱熱重量同時測定装置（エスアイアイ・ナノテクノロジー製：ＴＧ／ＤＴＡ６３００
）を用いて、昇温速度１０℃／ｍｉｎ、窒素フロー（４００ｍｌ／ｍｉｎ）下で測定した
ときの３％重量減少温度である。
【０１０１】
　これらの光塩基発生剤を使用する場合の光開始剤の含有量は、特に制限はないが、（Ｂ
）成分１００質量部に対して、０．０１～５０質量部が好ましい。
【０１０２】
　本発明の感光性接着剤組成物は、必要に応じて増感剤を併用することができる。この増
感剤としては、例えば、カンファーキノン、ベンジル、ジアセチル、ベンジルジメチルケ
タール、ベンジルジエチルケタール、ベンジルジ（２－メトキシエチル）ケタール、４，
４’－ジメチルベンジル－ジメチルケタール、アントラキノン、１－クロロアントラキノ
ン、２－クロロアントラキノン、１，２－ベンズアントラキノン、１－ヒドロキシアント
ラキノン、１－メチルアントラキノン、２－エチルアントラキノン、１－ブロモアントラ
キノン、チオキサントン、２－イソプロピルチオキサントン、２－ニトロチオキサントン
、２－メチルチオキサントン、２，４－ジメチルチオキサントン、２，４－ジエチルチオ
キサントン、２，４－ジイソプロピルチオキサントン、２－クロロ－７－トリフルオロメ
チルチオキサントン、チオキサントン－１０，１０－ジオキシド、チオキサントン－１０
－オキサイド、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、イソプロピルエ
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ーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、ベンゾフェノン、ビス（４－ジメチルアミノフ
ェニル）ケトン、４，４’－ビスジエチルアミノベンゾフェノン、アジド基を含む化合物
などが挙げられる。これらは単独で又は２種類以上併用して使用することができる。
【０１０３】
　更に、本発明の感光性接着剤組成物においては、低吸湿性、低透湿性を付与するために
、フィラーを使用することもできる。上記フィラーとしては、例えば、銀粉、金粉、銅粉
、ニッケル粉等の金属フィラー、アルミナ、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、
炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、酸化カル
シウム、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、結晶性シリカ、非晶
性シリカ、窒化ホウ素、チタニア、ガラス、酸化鉄、セラミック等の無機フィラー、カー
ボン、ゴム系フィラー等の有機フィラー等が挙げられ、種類・形状等にかかわらず特に制
限なく使用することができる。
【０１０４】
　上記フィラーは所望する機能に応じて使い分けることができる。例えば、金属フィラー
は、感光性接着剤組成物に導電性、熱伝導性、チキソ性等を付与する目的で添加され、非
金属無機フィラーは、接着剤層に熱伝導性、低熱膨張性、低吸湿性等を付与する目的で添
加され、有機フィラーは接着剤層に靭性等を付与する目的で添加される。これら金属フィ
ラー、無機フィラー又は有機フィラーは、１種を単独で又は２種類以上を組み合わせて使
用することができる。中でも、半導体装置用接着材料に求められる、導電性、熱伝導性、
低吸湿特性、絶縁性等を付与できる点で、金属フィラー、無機フィラー、又は絶縁性のフ
ィラーが好ましく、無機フィラー、又は絶縁性フィラーの中では、樹脂ワニスに対する分
散性が良好でかつ、フィルム形成時のチキソ性、熱時の高い接着力を付与できる点でシリ
カフィラー及び/又はアルミナフィラーがより好ましい。
【０１０５】
　上記フィラーは、平均粒子径が１０μｍ以下、最大粒子径が３０μｍ以下であることが
好ましく、平均粒子径が５μｍ以下、最大粒子径が２０μｍ以下であることがより好まし
い。平均粒子径が１０μｍを超え、かつ最大粒子径が３０μｍを超えると、破壊靭性向上
の効果が得られ難い傾向がある。下限は特に制限はないが、通常、どちらも０．００１μ
ｍである。
【０１０６】
　上記フィラーは、平均粒子径１０μｍ以下、最大粒子径は３０μｍ以下の両方を満たす
ことが好ましい。最大粒子径が３０μｍ以下であるが平均粒子径が１０μｍを超えるフィ
ラーを使用すると、高い接着強度が得られ難くなる傾向がある。また、平均粒子径は１０
μｍ以下であるが最大粒子径が３０μｍを超えるフィラーを使用すると、粒径分布が広く
なり接着強度にばらつきが出やすくなる傾向があるとともに、感光性接着剤組成物を薄膜
フィルム状に加工して使用する際、表面が粗くなり接着力が低下する傾向がある。
【０１０７】
　上記フィラーの平均粒子径及び最大粒子径の測定方法としては、例えば、走査型電子顕
微鏡（ＳＥＭ）を用いて、個程度のフィラーの粒径を測定する方法等が挙げられる。ＳＥ
Ｍを用いた測定方法としては、例えば、接着剤層を用いて半導体素子と半導体搭載用支持
部材とを接着した後、加熱硬化（好ましくは１５０～１８０℃で１～１０時間）させたサ
ンプルを作製し、このサンプルの中心部分を切断して、その断面をＳＥＭで観察する方法
等が挙げられる。このとき、粒子径３０μｍ以下のフィラーの存在確率が全フィラーの８
０％以上であることが好ましい。
【０１０８】
　本発明の感光性接着剤組成物において、上記フィラーの含有量は、付与する特性、又は
機能に応じて決められるが、樹脂成分とフィラーとの合計に対して１～５０質量％が好ま
しく、２～４０質量％がより好ましく、５～３０質量％が更に好ましい。フィラーを増量
させることにより、高弾性率化が図れ、ダイシング性（ダイサー刃による切断性）、ワイ
ヤボンディング性（超音波効率）、熱時の接着強度を有効に向上できる。フィラーを必要
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以上に増量させると、熱圧着性が損なわれる傾向にあるため、フィラーの含有量は上記の
範囲内に収めることが好ましい。求められる特性のバランスをとるべく、最適フィラー含
有量を決定する。フィラーを用いた場合の混合・混練は、通常の攪拌機、らいかい機、三
本ロール、ボールミル等の分散機を適宜、組み合わせて行うことができる。
【０１０９】
　本発明の感光性接着剤組成物には、異種材料間の界面結合を良くするために、各種カッ
プリング剤を添加することもできる。カップリング剤としては、例えば、シラン系、チタ
ン系、アルミニウム系等が挙げられ、中でも効果が高い点で、シラン系カップリング剤が
好ましい。上記カップリング剤の使用量は、その効果や耐熱性及びコストの面から、使用
する（Ａ）成分１００質量部に対して、０．０１～２０質量部とすることが好ましい。
【０１１０】
　本発明の感光性接着剤組成物には、イオン性不純物を吸着して、吸湿時の絶縁信頼性を
良くするために、さらにイオン捕捉剤を添加することもできる。このようなイオン捕捉剤
としては、特に制限はなく、例えば、トリアジンチオール化合物、フェノール系還元剤等
の銅がイオン化して溶け出すのを防止するための銅害防止剤として知られる化合物、粉末
状のビスマス系、アンチモン系、マグネシウム系、アルミニウム系、ジルコニウム系、カ
ルシウム系、チタン系、ズズ系及びこれらの混合系等の無機化合物が挙げられる。具体例
としては、特に限定はしないが東亜合成（株）製の無機イオン捕捉剤、商品名、ＩＸＥ－
３００（アンチモン系）、ＩＸＥ－５００（ビスマス系）、ＩＸＥ－６００（アンチモン
、ビスマス混合系）、ＩＸＥ－７００（マグネシウム、アルミニウム混合系）、ＩＸＥ－
８００（ジルコニウム系）、ＩＸＥ－１１００（カルシウム系）等がある。これらは単独
あるいは２種以上混合して用いることができる。上記イオン捕捉剤の使用量は、添加によ
る効果や耐熱性、コスト等の点から、（Ａ）成分１００質量部に対して、０．０１～１０
質量部が好ましい。
【０１１１】
　本発明の感光性接着剤組成物には、保存安定性やエレクトロマイグレーション防止、金
属導体回路の腐食防止のために、酸化防止剤を添加することもできる。このような酸化防
止剤としては、特に制限はなく、例えばベンゾフェノン系、ベンゾエート系、ヒンダート
アミン系、ベンゾトリアゾール系、フェノール系酸化防止剤などが挙げられる。上記酸化
防止剤の使用量は、添加による効果や耐熱性、コスト等の点から、（Ａ）成分１００質量
部に対して、０．０１～１０質量部が好ましい。
【０１１２】
　図１は、本発明に係るフィルム状接着剤の一実施形態を示す模式断面図である。図１に
示すフィルム状接着剤（接着フィルム）１は、上記感光性接着剤組成物をフィルム状に成
形したものである。図２は、本発明に係る接着シートの一実施形態を示す模式断面図であ
る。図２に示す接着シート１００は、基材３と、これの一方面上に設けられたフィルム状
接着剤１からなる接着剤層とから構成される。図３は、本発明に係る接着シートの他の一
実施形態を示す模式断面図である。図３に示す接着シート１１０は、基材３と、これの一
方面上に設けられたフィルム状接着剤１からなる接着剤層とカバーフィルム２とから構成
される。
【０１１３】
　フィルム状接着剤１は、（Ａ）カルボキシル基及び／又は水酸基を有する樹脂、（Ｂ）
熱硬化性樹脂、（Ｃ）放射線重合性化合物、及び（Ｄ）光開始剤、並びに、必要に応じて
添加される他の成分を有機溶媒中で混合し、混合液を混練してワニスを調製し、基材３上
にこのワニスの層を形成させ、加熱によりワニス層を乾燥した後に基材３を除去する方法
で得ることができる。このとき、基材３を除去せずに、接着シート１００、１１０の状態
で保存及び使用することもできる。
【０１１４】
　上記の混合及び混練は、通常の攪拌機、らいかい機、三本ロール、ボールミル等の分散
機を適宜組み合わせて行うことができる。なお、乾燥中に（Ｂ）熱硬化性樹脂が十分には
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反応しない温度で、かつ、溶媒が充分に揮散する条件で乾燥する。具体的には、通常６０
～１８０℃で、０．１～９０分間加熱することによりワニス層を乾燥する。乾燥前の上記
ワニス層の好ましい厚みは１～１００μｍである。この厚みが１μｍ未満であると、接着
固定機能が損なわれる傾向にあり、１００μｍを超えると、後述する残存揮発分が多くな
る傾向にある。
【０１１５】
　得られたワニス層の好ましい残存揮発分は１０質量％以下である。この残存揮発分が１
０質量％を超えると、組立加熱時の溶媒揮発による発泡が原因で、接着剤層内部にボイド
が残存し易くなり、耐湿信頼性が損なわれる傾向にあり、また、加熱時に発生する揮発成
分による周辺材料、あるいは部材を汚染する可能性も高くなる傾向がある。なお、上記の
残存揮発成分の測定条件は次の通りである。すなわち、５０ｍｍ×５０ｍｍサイズに切断
したフィルム状接着剤について、初期の質量をＭ１とし、このフィルム状接着剤を１６０
℃のオーブン中で３時間加熱した後の質量をＭ２とし、〔（Ｍ２－Ｍ１）／Ｍ１〕×１０
０＝残存揮発分（％）とした時の値である。
【０１１６】
　また、上記の熱硬化性樹脂が十分には反応しない温度とは、具体的には、ＤＳＣ（例え
ば、パーキンエルマー社製「ＤＳＣ－７型」（商品名））を用いて、サンプル量：１０ｍ
ｇ、昇温速度：５℃／ｍｉｎ、測定雰囲気：空気、の条件で測定したときの反応熱のピー
ク温度以下の温度である。
【０１１７】
　ワニスの調製に用いる有機溶媒、すなわちワニス溶剤は、材料を均一に溶解又は分散で
きるものであれば、特に制限はない。例えば、ジメチルホルムアミド、トルエン、ベンゼ
ン、キシレン、メチルエチルケトン、テトラヒドロフラン、エチルセロソルブ、エチルセ
ロソルブアセテート、ジオキサン、シクロヘキサノン、酢酸エチル、及びＮ－メチル－ピ
ロリジノンが挙げられる。
【０１１８】
　基材３は、上記の乾燥条件に耐えるものであれば特に限定されるものではない。例えば
、ポリエステルフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリエチレンテレフタレートフィル
ム、ポリイミドフィルム、ポリエーテルイミドフィルム、ポリエーテルナフタレートフィ
ルム、メチルペンテンフィルムを基材３として用いることができる。基材３としてのフィ
ルムは２種以上組み合わせた多層フィルムであってもよく、表面がシリコーン系、シリカ
系等の離型剤などで処理されたものであってもよい。
【０１１９】
　また、本発明のフィルム状接着剤１とダイシングシートとを積層し、接着シートとする
こともできる。上記ダイシングシートは、基材上に粘着剤層を設けたシートであり、上記
の粘着剤層は、感圧型又は放射線硬化型のどちらでも良い。また、上記の基材はエキスパ
ンド可能な基材が好ましい。このような接着シートとすることにより、ダイボンドフィル
ムとしての機能とダイシングシートとしての機能を併せ持つダイシング・ダイボンド一体
型接着シートが得られる。
【０１２０】
　上記のダイシング・ダイボンド一体型接着シートとして具体的には、図４に示すように
、基材フィルム７、粘着剤層６及び本発明のフィルム状接着剤１がこの順に形成されてな
る接着シート１２０が挙げられる。
【０１２１】
　図５は、本発明に係る接着剤層付半導体ウェハの一実施形態を示す上面図であり、図６
は図５のＶＩ－ＶＩ線に沿った端面図である。図５、６に示す接着剤層付半導体ウェハ２
０は、半導体ウェハ８と、これの一方面上に設けられた上記感光性接着剤組成物からなる
フィルム状接着剤（接着剤層）１と、を備える。
【０１２２】
　接着剤層付半導体ウェハ２０は、半導体ウェハ８上に、フィルム状接着剤１を加熱しな
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がらラミネートすることにより得られる。フィルム状接着剤１は、上記感光性接着剤組成
物からなるフィルムであるため、例えば、室温（２５℃）～１５０℃程度の低温で半導体
ウェハ８に貼付けることが可能である。
【０１２３】
　図７、図９は、本発明に係る接着剤パターンの一実施形態を示す上面図であり、図８は
図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿った端面図であり、図１０は図９のＸ―Ｘ線に沿った端
面図である。図７、８、９、１０に示す接着剤パターン１ａ及び１ｂは、被着体としての
半導体ウェハ８上において、略正方形の辺に沿ったパターン又は正方形のパターンを有す
るように形成されている。
【０１２４】
　接着剤パターン１ａ及び１ｂは、感光性接着剤組成物からなるフィルム状接着剤１を被
着体としての半導体ウェハ８上に形成して接着剤層付半導体ウェハ２０を得、フィルム状
接着剤１をフォトマスクを介して露光し、露光後のフィルム状接着剤１をアルカリ現像液
により現像処理することにより形成される。また、これにより、接着剤パターン１ａ，１
ｂが形成された接着剤層付半導体ウェハ２０ａ，２０ｂが得られる。
【０１２５】
　本発明のフィルム状接着剤の用途として、フィルム状接着剤を備える半導体装置につい
て図面を用いて具体的に説明する。なお、近年は様々な構造の半導体装置が提案されてお
り、本発明のフィルム状接着剤の用途は、以下に説明する構造の半導体装置に限定される
ものではない。
【０１２６】
　図１１は、本発明の半導体装置の一実施形態を示す模式断面図である。図１１に示す半
導体装置２００において、半導体素子１２は本発明のフィルム状接着剤１を介して半導体
素子搭載用支持部材１３に接着され、半導体素子１２の接続端子（図示せず）はワイヤ１
４を介して外部接続端子（図示せず）と電気的に接続され、封止材１５によって封止され
ている。
【０１２７】
　また、図１２は、本発明の半導体装置の他の一実施形態を示す模式断面図である。図１
２に示す半導体装置２１０において、一段目の半導体素子１２ａは本発明のフィルム状接
着剤１を介して、端子１６が形成された半導体素子搭載用支持部材１３に接着され、一段
目の半導体素子１２ａの上に更に本発明のフィルム状接着剤１を介して二段目の半導体素
子１２ｂが接着されている。一段目の半導体素子１２ａ及び二段目の半導体素子１２ｂの
接続端子（図示せず）は、ワイヤ１４を介して外部接続端子と電気的に接続され、封止材
１５によって封止されている。このように、本発明のフィルム状接着剤は、半導体素子を
複数重ねる構造の半導体装置にも好適に使用できる。
【０１２８】
　図１１及び図１２に示す半導体装置（半導体パッケージ）２００，２１０は、例えば、
図９に示す接着剤層付半導体ウェハ２０ｂを破線Ｄに沿ってダイシングし、ダイシング後
のフィルム状接着剤付き半導体素子を半導体素子搭載用支持部材１３に加熱圧着して両者
を接着させ、その後、ワイヤボンディング工程、必要に応じて封止材による封止工程等の
工程を経ることにより得ることができる。上記加熱圧着における加熱温度は、通常、２０
～２５０℃であり、荷重は、通常、０．０１～２０ｋｇｆであり、加熱時間は、通常、０
．１～３００秒間である。
【実施例】
【０１２９】
　以下、実施例及び比較例に基づいて本発明をより具体的に説明するが、本発明は以下の
実施例に限定されるものではない。
【０１３０】
（ポリイミドＰＩ－１の合成）
　攪拌機、温度計、冷却管、及び窒素置換装置を備えたフラスコ内に、３，５－ジアミノ
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安息香酸（分子量１５２．２、以下「ＤＡＢＡ」と略す）１．８９ｇ、脂肪族エーテルジ
アミン（ＢＡＳＦ社製「Ｄ－４００」（商品名）、分子量４５２．４）１５．２１ｇ、１
，１，３，３－テトラメチル－１，３－ビス（４－アミノフェニル）ジシロキサン（信越
化学製「ＬＰ－７１００」（商品名）、分子量２４８．５）０．３９ｇ、及び、Ｎ－メチ
ル－２－ピロリジノン（以下「ＮＭＰ」と略す）１１６ｇを仕込んだ。
【０１３１】
　次いで、４，４’－オキシジフタル酸二無水物（分子量３２６．３、以下「ＯＤＰＡ」
と略す）１６．８８ｇを、上記フラスコを氷浴中で冷却しながら、該フラスコ内に少量ず
つ添加した。添加終了後、更に室温（２５℃）で５時間攪拌した。
【０１３２】
　次に、上記フラスコに水分受容器付の還流冷却器を取り付け、キシレン７０ｇを加え、
窒素ガスを吹き込みながら１８０℃に昇温させてその温度を５時間保持し、水と共にキシ
レンを共沸除去した。こうして得られた溶液を室温まで冷却した後、蒸留水中に投じて再
沈殿させた。得られた沈殿物を真空乾燥機で乾燥し、ポリイミド樹脂（以下「ポリイミド
ＰＩ－１」という）を得た。得られたポリイミド樹脂のＧＰＣを測定したところ、ポリス
チレン換算で、Ｍｗ＝３３０００であった。また、得られたポリイミド樹脂のＴｇは５５
℃であった。
【０１３３】
（ポリイミドＰＩ―２の合成）
　攪拌機、温度計、及び窒素置換装置を備えたフラスコ内に、５，５’－メチレン－ビス
（アントラニリックアシッド）（分子量２８６．３、以下「ＭＢＡＡ」と略す）２．１６
ｇ、脂肪族エーテルジアミン（「Ｄ－４００」）１５．１３ｇ、１，１，３，３－テトラ
メチル－１，３－ビス（４－アミノフェニル）ジシロキサン（「ＬＰ－７１００」）１．
６３ｇ、及び、ＮＭＰ１１５ｇを仕込んだ。
【０１３４】
　次いで、ＯＤＰＡ１６．５１ｇを、上記フラスコを氷浴中で冷却しながら、該フラスコ
内に少量ずつ添加した。添加終了後、更に室温で５時間攪拌した。次に、該フラスコに水
分受容器付の還流冷却器を取り付け、キシレン８１ｇを加え、窒素ガスを吹き込みながら
１８０℃に昇温させてその温度を５時間保持し、水と共にキシレンを共沸除去した。こう
して得られた溶液を室温まで冷却した後、蒸留水中に投じて再沈殿させ、ポリイミド樹脂
（以下「ポリイミドＰＩ－２」という）を得た。得られたポリイミド樹脂のＧＰＣを測定
したところ、ポリスチレン換算で、Ｍｗ＝３００００であった。また、得られたポリイミ
ド樹脂のＴｇは３１℃であった。
【０１３５】
（ポリイミドＰＩ－３の合成）
　攪拌機、温度計、及び窒素置換装置を備えたフラスコ内に、２，２－ビス（４－（４－
アミノフェノキシ）フェニル）プロパン（分子量４１０．５、以下「ＢＡＰＰ」と略す）
２０．５ｇ、及び、ＮＭＰ１０１ｇを仕込んだ。
【０１３６】
　次いで、１，２－（エチレン）ビス（トリメリテート無水物）（分子量４１０．３、以
下「ＥＢＴＡ」と略す。）２０．５ｇを、上記フラスコを氷浴中で冷却しながら、該フラ
スコ内に少量ずつ添加した。添加終了後、更に室温で５時間攪拌した。次に、該フラスコ
に水分受容器付の還流冷却器を取り付け、キシレン６７ｇを加え、窒素ガスを吹き込みな
がら１８０℃に昇温させてその温度を５時間保持し、水と共にキシレンを共沸除去した。
こうして得られた溶液を室温まで冷却した後、蒸留水中に投じて再沈殿させ、ポリイミド
樹脂（以下「ポリイミドＰＩ－３」という。）を得た。得られたポリイミド樹脂のＧＰＣ
を測定したところ、ポリスチレン換算で、Ｍｗ＝９８０００であった。また、得られたポ
リイミド樹脂のＴｇは１８０℃であった。
【０１３７】
　上記のポリイミドＰＩ－１～３をそれぞれ用い、下記表１，２に示す組成比（単位：質
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量部）にて各成分を配合し、感光性接着剤組成物（接着剤層形成用ワニス）を得た。
【０１３８】
　なお、表１，２中の各成分の記号は下記のものを意味する。
　ＢＰＥ－１００：新中村化学工業社製、エトキシ化ビスフェノールＡジメタクリレート
。
　Ｍ―３１３：東亜合成社製、イソシアヌル酸ＥＯ変性トリ／ジアクリレート。
　ＶＧ－３１０１：プリンテック、３官能エポキシ樹脂。
　ＢＥＯ－６０Ｅ：新日本理化社製、ビスフェノールＡビス（トリエチレングリコールグ
リシジルエーテル）。
　ＴｒｉｓＰ－ＰＡ：本州化学社製、トリスフェノール化合物（α，α’，α”－トリス
（４－ヒドロキシフェニル）－１－エチル－４－イソプロピルベンゼン）。
　Ｒ９７２：日本アエロジル社製、疎水性フュームドシリカ（平均粒径：約１６ｎｍ）。
　Ｉ－ＯＸＥ０１：チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製、１，２－オクタンジオン，
１－[４－（フェニルチオ）フェニル―，２－（Ｏ－ベンゾイルオキシム）]、オキシムエ
ステル基含有化合物（３％重量減少温度：２１０℃、３６５ｎｍでの分子吸光係数：７０
００ｍｌ／ｇ・ｃｍ）。
　Ｉ－ＯＸＥ０２：チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製、エタノン，１－［９－エチ
ル－６－（２－メチルベンゾイル）－９Ｈ－カルバゾール－３－イル］－，１－(Ｏ－ア
セチルオキシム)、カルバゾール基及びオキシムエステル基含有化合物（３％重量減少温
度：３６５℃、３６５ｎｍでの分子吸光係数：７７００ｍｌ／ｇ・ｃｍ）。
　Ｎ－１９１９：ＡＤＥＫＡ社製、構造未開示、オキシムエステル基含有化合物（３％重
量減少温度：２７０℃、３６５ｎｍでの分子吸光係数：４５００ｍｌ／ｇ・ｃｍ）。
　Ｎ－１４１４：ＡＤＥＫＡ社製、３,６－ビス－(２－メチル－２－モルホリノ－プロピ
オニル)－９－Ｎ－オクチルカルバゾール、カルバゾール基含有化合物、（３％重量減少
温度：３７０℃、３６５ｎｍでの分子吸光係数：２０００ｍｌ／ｇ・ｃｍ）
　Ｄ－１１７３：チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製、２－ヒドロキシ－２－メチル
－１－フェニル－プロパン－１－オン（３％重量減少温度：９０℃、３６５ｎｍでの分子
吸光係数：５０ｍｌ／ｇ・ｃｍ）。
　Ｉ―６５１：チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製、２，２－ジメトキシ－１，２－
ジフェニルエタン－１－オン（３％重量減少温度：１４０℃、３６５ｎｍでの分子吸光係
数：３５０ｍｌ／ｇ・ｃｍ）。
　Ｉ－８１９：チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製、ビス（２，４，６－トリメチル
ベンゾイル）－フェニルフォスフィンオキサイド（３％重量減少温度：１９０℃、３６５
ｎｍでの分子吸光係数：２３００ｍｌ／ｇ・ｃｍ）。
　Ｄ―ＴＰＯ：チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製、２，４，６－トリメチルベンゾ
イル－ジフェニル－フォスフィンオキサイド（３％重量減少温度：２３０℃、３６５ｎｍ
での分子吸光係数：４００ｍｌ／ｇ・ｃｍ）。
　Ｉ―３７９ＥＧ：チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製、２－ジメチルアミノ－２－
（４－メチルーベンジル）－１－（４－モリフォリンー４－イル－フェニル）－ブタンー
１－オン（３％重量減少温度：２３０℃、３６５ｎｍでの分子吸光係数：７０００ｍｌ／
ｇ・ｃｍ）。
　ＮＭＰ：関東化学社製、Ｎ－メチル－２－ピロリジノン。
 
【０１３９】
　なお、３％重量減少温度は、示差熱熱重量同時測定装置（エスアイアイ・ナノテクノロ
ジー社製、「ＴＧ／ＤＴＡ　６３００」（商品名））を用いて、窒素フロー：４００ｍｌ
／ｍｉｎの条件下で測定した値である。
【０１４０】
　得られた接着剤層形成用ワニスを、乾燥後の膜厚が４０μｍとなるように、それぞれ基
材（剥離剤処理ＰＥＴフィルム）上に塗布し、オーブン中にて８０℃で２０分間、続いて
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、１２０℃で２０分間加熱し、基材上に接着剤層が形成されてなる実施例１～８及び比較
例１～５の接着シートを得た。
【０１４１】
　＜低温貼付性の評価＞
　支持台上に載せたシリコンウェハ（６インチ径、厚さ４００μｍ）の裏面（支持台と反
対側の面）に、実施例１～８及び比較例１～５で得られた接着シートを、接着剤層をシリ
コンウェハ側にしてロール（温度１００℃、線圧４ｋｇｆ／ｃｍ、送り速度０．５ｍ／分
）で加圧することにより積層した。次いで、基材（ＰＥＴフィルム）を剥がし、接着剤層
上に、厚み８０μｍ、幅１０ｍｍ、長さ４０ｍｍのポリイミドフィルム（宇部興産社製、
「ユーピレックス」（商品名））を上記と同様の条件でロールにより加圧して積層した。
このようにして準備したサンプルについて、レオメータ（東洋製機製作所社製、「ストロ
グラフＥ－Ｓ」（商品名））を用いて、室温で９０°ピール試験を行って、接着剤層－ユ
ーピレックス間のピール強度を測定した。その測定結果に基づいて、ピール強度が２Ｎ／
ｃｍ以上のサンプルをＡ、２Ｎ／ｃｍ未満のサンプルをＢとして評価した。その結果を表
１，２に示す。
【０１４２】
＜パターン形成性の評価＞
　接着シートを、シリコンウェハ（６インチ径、厚さ４００μｍ）上に、実施例１～８及
び比較例２～５の接着シートは温度１００℃で、比較例１の接着シートは温度３００℃で
、接着剤層をシリコンウェハ側にしてロールで加圧（線圧４ｋｇｆ／ｃｍ、送り速度０．
５ｍ／分）することにより積層した。
【０１４３】
　次いで、基材（ＰＥＴフィルム）上にネガ型パターン用マスク（日立化成社製、「Ｎｏ
．Ｇ－２」（商品名））を載せ、高精度平行露光機（オーク製作所製、「ＥＸＭ－１１７
２－Ｂ－∞」（商品名））で５００ｍＪ／ｃｍ２で露光し、８０℃のホットプレート上で
約３０秒間放置した。
【０１４４】
　その後、基材（ＰＥＴフィルム）を取り除き、コンベア現像機（ヤコー社製）を用いて
、テトラメチルアンモニウムハイドライド（ＴＭＡＨ）２．３８質量％溶液を現像液とし
、温度２８℃、スプレー圧０．１８ＭＰａの条件でスプレー現像した後、温度２３℃の純
水にてスプレー圧０．０２ＭＰａの条件で水洗した。現像後、ライン幅／スペース幅＝４
００μｍ／４００μｍのパターンが形成されているかを目視にて確認し、パターン形成さ
れていた場合をＡ、パターン形成されていなかった場合をＢとして評価した。その結果を
表１，２に示す。
【０１４５】
＜感度の評価＞
　接着シートを、シリコンウェハ（６インチ径、厚さ４００μｍ）上に、実施例１～８及
び比較例２～５の接着シートは温度１００℃で、比較例１の接着シートは温度３００℃で
、接着剤層をシリコンウェハ側にしてロールで加圧（線圧４ｋｇｆ／ｃｍ、送り速度０．
５ｍ／分）することにより積層した。
【０１４６】
　次いで、基材（ＰＥＴフィルム）上に、ネガ型パターン用フォトマスクとして段階的に
光透過量が減少していく通称ステップタブレットと呼ばれるフォトマスク（日立化成工業
社製、「フォテック　４１ステップデンシティタブレット」（商品名）を載せ、高精度平
行露光機（オーク製作所製、「ＥＸＭ－１１７２－Ｂ－∞」（商品名））で５００ｍＪ／
ｃｍ２で露光し、８０℃のホットプレート上で約３０秒間放置した。
【０１４７】
　その後、基材（ＰＥＴフィルム）を取り除き、コンベア現像機（ヤコー社製）を用いて
、テトラメチルアンモニウムハイドライド（ＴＭＡＨ）２．３８質量％溶液を現像液とし
、温度２８℃、スプレー圧０．１８ＭＰａの条件でスプレー現像した後、温度２３℃の純
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に形成された硬化膜のステップタブレットの段数を測定することにより、接着シートの光
感度を評価した。その測定結果に基づいて残存段数を評価した。その結果を表１，２に示
す。
【０１４８】
＜２６０℃ピール強度の測定（高温時の接着性の評価）＞
　シリコンウェハ（６インチ径、厚さ４００μｍ）を、５ｍｍ×５ｍｍの大きさで深さ１
８０μｍまでハーフカットした。その後、接着シートを、ハーフカット処理したシリコン
ウェハ上に、実施例１～８及び比較例２～５の接着シートは温度１００℃で、比較例１の
接着シートは温度３００℃で、接着剤層をシリコンウェハ側にしてロールで加圧（線圧４
ｋｇｆ／ｃｍ、送り速度０．５ｍ／分）することにより積層した。そして、得られたサン
プルを高精度平行露光機（オーク製作所製、「ＥＸＭ－１１７２－Ｂ－∞」（商品名））
で５００ｍＪ／ｃｍ２で露光し、８０℃のホットプレート上で約３０秒間放置した。その
後、基材（ＰＥＴフィルム）を除去し、サンプルを５ｍｍ×５ｍｍに個片化した。
【０１４９】
　個片化した接着剤層付きシリコンウェハを、ガラス基板（１０ｍｍ×１０ｍｍ×０．５
５ｍｍ）上に、接着剤層をガラス基板側にして載せ、２ｋｇｆで加圧しながら、実施例１
～８及び比較例２～５の接着シートは温度１５０℃で、比較例１の接着シートは温度３０
０℃で１０秒間圧着した。こうして得られた試験片を、オーブン中で１２０℃、３時間の
条件で加熱硬化した。比較例１については１８０℃で１時間硬化した。その後、試験片を
２６０℃の熱盤上で１０秒間加熱し、図１３に示すピール強度測定装置を用いて、測定速
度：０．５ｍｍ／ｓｅｃの条件で２６０℃でのシリコンウェハの引き剥がし強度を測定し
、このときの値を２６０℃ピール強度とした。それらの結果を表１、２に示す。
【０１５０】

　なお、図１３に示すピール強度測定装置３００においては、プッシュプルゲージ３１に
取り付けられたロッドの先端に、取っ手３２が支点３３の周りで角度可変に設けられてい
る。そして、２６０℃ピール強度の測定は、突起部を有するシリコンウェハ３４とガラス
基板３５とがフィルム状接着剤１を介して接着された試験片を２６０℃の熱盤３６上に載
置し、シリコンウェハ３４の突起部に取っ手３２を引っ掛けた状態で、取っ手３２を０．
５ｍｍ／秒で移動させたときの剥離応力をプッシュプルゲージ３１で測定することにより
行った。
【０１５１】
＜接着剤層の３％重量減少温度の測定＞
　接着シートを、シリコンウェハ（６インチ径、厚さ４００μｍ）上に、実施例１～８、
比較例２～５の接着シートは温度１００℃で、比較例１の接着シートは温度３００℃で、
接着剤層をシリコンウェハ側にしてロールで加圧（線圧４ｋｇｆ／ｃｍ、送り速度０．５
ｍ／分）することにより積層した。
【０１５２】
　そして、得られたサンプルを高精度平行露光機（オーク製作所製、商品名「ＥＸＭ－１
１７２－Ｂ－∞」）で５００ｍＪ／ｃｍ２で露光し、８０℃のホットプレート上で約３０
秒間放置した。その後、基材（ＰＥＴフィルム）を除去し、オーブン中で１２０℃、３時
間の条件で加熱硬化した後、シリコンウェハ上の接着剤層を削り取り、示差熱熱重量同時
測定装置（エスアイアイ・ナノテクノロジー社製、商品名「ＴＧ／ＤＴＡ６３００」）を
用いて、窒素フロー（４００ｍｌ／分）下で３％重量減少温度を測定した。その結果を表
１，２に示す。
【０１５３】
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【表１】

【表２】

＊塗工時の加熱乾燥により、光開始剤が分解し、アクリレートが重合したため低温貼付性
、パターン形成性はＢとした。
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